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内容概要

本书针对机电类专业的学生在以后开发研制电子产品工作中应该掌握的有关电子产品结构与工艺的相
关知识作了较系统的介绍。
全书共7章，主要内容包括：电子产品制造概要；印制电路板设计与制作；焊接工艺；安装工艺；产
品可靠性与防护；电子产品整机结构及外观审美设计；电子产品技术工艺文件与体系。
    本书内容涉及知识面广，而且图文并茂，浅显易懂，既可作为高职院校电子类专业教材，还可作为
电子产品设计和制造等专业技术人员的参考书籍。
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